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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年11月5日(2020.11.5)

【公開番号】特開2020-58813(P2020-58813A)
【公開日】令和2年4月16日(2020.4.16)
【年通号数】公開・登録公報2020-015
【出願番号】特願2019-202774(P2019-202774)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/026    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/17     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/0285   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    5/026    １２０　
   Ｇ０１Ｎ   21/17     ６１０　
   Ａ６１Ｂ    5/0285   　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月14日(2020.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、前記第１面に第１開口を有し、発光素子が収容される第１収容凹部と、前記
第１面に第２開口を有し、受光素子が収容される第２収容凹部と、を有する基体と、
　第２面を有するとともに、光透過性を有する蓋体と、
　前記基体の前記第１面と、前記蓋体の前記第２面とを接合する接合材と、
　前記基板の前記第１面に、前記第２開口を囲んだ第１貫通孔を有する接地導体層と、を
備える計測センサ用パッケージ。
【請求項２】
　前記蓋体の前記第２面に、前記第１貫通孔と少なくとも一部が重なって位置した第２貫
通孔を有する金属薄層をさらに備える、請求項１に記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項３】
　断面視において、前記第２貫通孔は、前記第１貫通孔よりも小さい、請求項２に記載の
計測センサ用パッケージ。
【請求項４】
　前記第２貫通孔は、前記受光素子によって受光される光を規制する絞り孔である、請求
項２または３に記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項５】
　前記接地導体層と前記金属薄層とは、電気的に接続されている、請求項２～４のいずれ
か１つに記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項６】
　前記基体は内部接地導体層をさらに有している請求項１～５のいずれか１つに記載の計
測センサ用パッケージ。
【請求項７】
　前記内部接地導体層は、平面透視において、前記第１収容凹部と前記第２収容凹部との
間に位置した第１内部接地導体層と、前記基体の前記第１面の外縁に沿って、前記第１収



(2) JP 2020-58813 A5 2020.11.5

容凹部および前記第２収容凹部よりも外側に、環状の第２内部接地導体層とを有している
、請求項６に記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項８】
　前記第２収容凹部は、段差面を有する段差部を有しており、
　前記第１内部接地導体層は、前記第２収容凹部の底面と、前記段差面との間に位置して
いる、請求項７に記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項９】
　前記第２収容凹部は、段差面を有する段差部を有しており、
　前記第２内部接地導体層は、前記第２収容凹部の底面と、前記段差面との間に位置して
いる、請求項７または８に記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項１０】
　前記第２収容凹部は、段差面を有する段差部を有しており、
　前記段差部の前記段差面には、前記受光素子と電気的に接続される接続パッドが位置し
ている、請求項１～９のいずれか１つに記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項１１】
　前記蓋体の前記第２面に、前記第１貫通孔と少なくとも一部が重なって位置した第２貫
通孔を有する金属薄層をさらに備えており、
　平面透視において、前記第２収容凹部の底面が、前記第２貫通孔と重なって位置してお
り、前記接続パッドが、前記金属薄層と重なって位置している、請求項１０に記載の計測
センサ用パッケージ。
【請求項１２】
　前記基体の前記第１面に、前記第１収容凹部と前記第２収容凹部の間に位置した遮光性
を有する仕切り部をさらに有している、請求項１～１１のいずれか１つに記載の計測セン
サ用パッケージ。
【請求項１３】
　前記接合材と前記仕切り部は同じ材料である、請求項１２に記載の計測センサ用パッケ
ージ。
【請求項１４】
　前記蓋体の前記第２面に、前記第１貫通孔と少なくとも一部が重なって位置した第２貫
通孔を有する金属薄層をさらに備えており、
　前記接合材は、前記蓋体と前記基体と接する第１部分と、前記接地導体層と前記金属薄
層と接する第２部分とを有している、請求項１～１３のいずれか１つに記載の計測センサ
用パッケージ。
【請求項１５】
　前記第１開口の深さと、前記第２開口の深さとは同じであることを特徴とする請求項１
～１４のいずれか１つに記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項１６】
　平面透視において、前記第１開口は、前記第２開口よりも小さい、請求項１～１５のい
ずれか１つに記載の計測センサ用パッケージ。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１つに記載の計測センサ用パッケージと、
　前記第１収容凹部に収容される発光素子と、
　前記第２収容凹部に収容される受光素子と、を含むことを特徴とする計測センサ。
【請求項１８】
　前記計測センサ用パッケージが実装される外部実装基板をさらに備えており、
　前記外部実装基板は、前記発光素子の発光を制御する制御素子および前記受光素子の出
力信号に基づいて演算する演算素子を備えている、請求項１７に記載の計測センサ。
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